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このプレゼンテーションで述べられている業績見通しは、将来の予想であって、

リスクや不確定要素を含んだものであり、実際の業績と大きく異なることがあ

ります。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

・主要市場（日本、アジア等）の経済状況、消費動向及び

製品需給の急激な変動

・ドル等の対円為替相場の大幅な変動

・資本市場における相場の大幅な変動等

資料取扱い上のご注意



前年
同期比

前年
同期比

売 上 高 875 1,067 1,943 1,065 ＋21.6 1,084 ＋1.6 2,150 ＋10.6

売 上 総 利 益 74 93 168 8.7 99 ＋33.8 94 ＋0.1 194 9.0 ＋15.0

販 管 費 59 61 120 6.2 64 ＋8.4 63 ＋3.6 128 5.9 ＋5.9

営 業 利 益 15 32 47 2.5 35 ＋131.4 30 △6.5 66 3.1 ＋37.9

経 常 利 益 18 34 53 2.7 39 ＋111.9 32 △6.1 72 3.3 ＋35.5

当 期 純 利 益 9 19 28 1.5 25 ＋174.9 16 △14.6 42 2.0 ＋46.5

121円86銭 ＋38.65円1株当たり当期純利益

上期（実績） 下期（予想）
上期 下期

売上
高比

26円82銭 56円39銭 83円21銭 73円74銭 48円12銭

2009年度

売上
高比

2010年度

前年比

連結業績の概要
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％ ％ ％ ％％

単位：億円



売 上 高 445 569 1,015 617 ＋38.5 632 ＋11.0 1,250 ＋23.1
営 業 利 益 11 21 33 27 ＋135.0 21 ＋0.6 49 ＋47.1
売 上 高 293 310 604 301 ＋2.5 305 △1.6 607 ＋0.4
営 業 利 益 9 13 23 12 ＋29.4 10 △23.0 23 △0.7
売 上 高 115 161 276 113 △1.3 116 △28.0 230 △16.8
営 業 利 益 2 5 7 3 ＋39.2 3 △34.5 7 △9.3
売 上 高 20 26 47 32 ＋56.5 30 ＋15.2 63 ＋33.5
営 業 利 益 1 2 3 2 ＋79.7 4 ＋73.2 7 ＋75.9

3
▲10 ▲10 ▲20 ▲10 ‐ ▲10 ‐ ▲20 ‐

売 上 高 875 1,067 1,943 1,065 ＋21.6 1,084 ＋1.6 2,150 ＋10.6
営 業 利 益 15 32 47 35 ＋131.4 30 △6.5 66 ＋37.9

連 結 計

配　賦　不　能　営　業　費　用

半 導 体 事 業

電 子 部 品 事 業

電 子 機 器 事 業

生 産 事 業

2009年度 2010年度

上期 下期
上期（実績） 下期（予想）

前年比
前年

同期比
前年

同期比

事業別業績の概要
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連結業績の推移

2007年度 2008年度 2009年度2005年度 2006年度
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連結財政状態の推移
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１株当たり当期純利益と配当金推移
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当期純利益と配当総額・自己株式買入額の推移【参考】

《自己株式買入状況》
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11

28
13

25
88％

2001年度 2009年度

2728

66％

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 合計

金額
（億円）

13.2 10.1 33.1 11.3 - - 28.8 22.5 - 未定 119.0

株数
（万株）

92.4 89.5 200.1 48.3 - - 100.0 100.0 - 未定 630.3

@¥30 @¥30 @¥40 @¥60 @¥70 @¥80 @¥80 @¥80 @¥60 @¥80



メモリ 47 83 131 77 ＋ 63.8 57 △ 26.0 135 ＋ 3.1
マイコン 116 152 269 161 ＋ 38.8 167 ＋ 3.7 329 ＋ 22.3
ＡＳＩＣ/ＡＳＳＰ 155 193 348 222 ＋ 43.2 229 ＋ 3.2 452 ＋ 29.9

271 346 617 384 ＋ 41.7 397 ＋ 3.4 781 ＋ 26.6
表示ドライバ 15 15 30 11 △ 26.7 7 △ 36.4 19 △ 36.7
化合物デバイス 45 48 94 54 ＋ 20.0 56 ＋ 3.7 111 ＋ 18.1
その他 67 76 143 89 ＋ 32.8 113 ＋ 27.0 202 ＋ 41.3

127 139 267 155 ＋ 22.0 177 ＋ 14.2 333 ＋ 24.7
445 569 1,015 617 ＋ 38.5 632 ＋ 2.4 1,250 ＋ 23.1

2010年度2009年度

上期 下期
前年比

前年
同期比

上期（実績） 下期（予想）

前期比

システムＬＳＩ

個別半導体

　半導体事業（計）

半導体事業の売上高内訳（商品別）
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単位：億円
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半導体事業の売上高内訳（商品別）

8

《 2010年度上期実績（前年同期比） 》

［メモリ］ ＰＣ用及び半導体試験装置用ＤＲＡＭ等が増加。

［システムＬＳＩ］ 薄型テレビ用及び携帯電話用システムＬＳＩ、

カーオーディオ用マイコン等が増加。

［個別半導体］ ＤＳＣ用及びＴＶチューナー用汎用デバイス等

が増加。

《 2010年度下期予想（上期比較） 》
［メモリ］ メモリモジュール用ＤＲＡＭ等が増加するものの、

ＰＣ用ＤＲＡＭ等が減少。

［システムＬＳＩ］ 携帯電話用システムＬＳＩ、カーオーディオ用マイコン

等が減少するものの、ＤＳＣ用システムＬＳＩ等が増加。

［個別半導体］ ＬＣＤ用ドライバーＩＣ等が減少するものの、

カーオーディオ用及びＤＳＣ用汎用デバイス等が増加。

【半導体売上高内訳】

ﾒﾓﾘ

ｼｽﾃﾑ
LSI

個別
半導体

08年度

102

731

336

135

781

333

＋164

△69

△114

＋29

09年度 10年度
（予）

(億円)

131

617

267 ＋66

＋4



％ ％ ％

66 71 137 79 ＋ 19.7 87 ＋ 10.1 166 ＋ 21.2
28 30 58 28 0.0 27 △ 3.6 55 △ 5.2

　機構部品 199 209 409 193 △ 3.0 190 △ 1.6 384 △ 6.1
293 310 604 301 ＋ 2.5 305 ＋ 1.4 607 ＋ 0.4

　表示デバイス

　電源

　電子部品事業（計）

前年比

2009年度 2010年度

上期 下期
上期（実績）

前年
同期比

前期比

下期（予想）

《 2010年度上期実績（前年同期比） 》

［表示デバイス］ ＤＳＣ用及びＦＡ機器用液晶ディスプレイ等が増加。

［電源］ 半導体試験装置用電源等が増加したものの、

ＤＳＣ用電池等が減少。

［機構部品］ 車載用機構部品等が増加したものの、

ゲーム機用機構部品等が減少。

《 2010年度下期予想（上期比較） 》

［表示デバイス］ ＤＳＣ用及びタブレットＰＣ用液晶ディスプレイ等が増加。

［電源］ 半導体試験装置用電源等が増加するものの、
ＤＳＣ用電池等が減少。

［機構部品］ 携帯電話用機構部品等が増加するものの、

ゲーム機用機構部品等が減少。

電子部品事業の売上高内訳（商品別）
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【電子部品売上高内訳】

08年度 09年度 10年度
（予）

表示
ﾃﾞﾊﾞｲｽ

電源

機構部品

137

58

409

166

55

384

△3

△56

＋29

△25

単位：億円

(億円)

193

107

459

△49

△50



電子機器事業の売上高内訳（商品別）
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《 2010年度上期実績（前年同期比） 》

［システム機器］ ＭＦＰ（※）用システム機器等が減少。

［設備機器］ 液晶パネル生産装置等が増加。

《 2010年度下期予想（上期比較） 》
［システム機器］ 車載電装用システム機器等が減少。

［設備機器］ 液晶リペア装置等が増加。

※ ＭＦＰ：マルチファンクションプリンタ

ｼｽﾃﾑ
機器

設備機器

241

35

185

44

△56

△26

＋89

＋9

(億円)

152

61

【電子機器売上高内訳】

08年度 09年度 10年度
（予）

％ ％ ％

103 137 241 97 △ 5.8 88 △ 9.3 185 △ 23.2
12 23 35 16 ＋ 33.3 27 ＋ 68.8 44 ＋ 25.7

115 161 276 113 △ 1.3 116 ＋ 1.9 230 △ 16.8

前年比

2009年度 2010年度

上期 下期
上期（実績） 下期（予想）

前年
同期比

前期比

　システム機器

　設備機器

　電子機器事業（計）

単位：億円



％ ％ ％

15.1 20.8 36.0 24.2 ＋ 60.3 22.3 △ 7.9 46.6 ＋ 29.4
5.7 5.4 11.2 8.4 ＋ 47.4 7.9 △ 6.0 16.4 ＋ 45.1

20.8 26.3 47.2 32.6 ＋ 56.5 30.3 △ 7.3 63.0 ＋ 33.5

下期（予想）
前年

同期比
前期比 前年比

上期 下期
上期（実績）

2009年度 2010年度

　生産事業（計）

　国　内

　海　外

《 2010年度上期実績（前年同期比） 》

［国内］ ＦＡ機器用及び空調用ヒートシンク等が増加。

［海外］ 薄型テレビ用及び空調用ヒートシンク等が増加。

《 2010年度下期予想（上期比較） 》

［国内］ 薄型テレビ用ヒートシンク等が増加するものの、

空調用ヒートシンク等が減少。

［海外］ 薄型テレビ用ヒートシンク等が増加するものの、

空調用ヒートシンク等が減少。

生産事業の売上高内訳（地域別）
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国内

海外

49

18

36

11

46

16

(億円)

△13

△7

＋10

＋5

08年度 09年度 10年度
（予）

【生産売上高内訳】

単位：億円



前年

同期比

前年

同期比

連　結　売　上　高 875 1,067 1,943 ― 1,065 ＋21.6 1,084 ＋1.6 2,150 ― ＋10.6

国　　　　内 575 706 1,282 66.0 693 ＋20.4 716 ＋1.4 1,410 65.6 ＋10.0

海　　　　外 299 361 661 34.0 372 ＋24.1 367 ＋1.8 740 34.4 ＋11.9

内 中 華 圏 159 210 369 19.0 210 ＋32.1 219 ＋4.3 430 20.0 ＋16.5

構成比構成比

2009年度 2010年度

上　期 下　期
上期（実績） 下期（予想）

前年比

海外売上高
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％ ％ ％ ％ ％

単位：億円



主要得意先

（上位１０社）

４１％

カルソニックカンセイ

デンソー

富士フイルム

日立製作所

三菱電機

日本電気

任天堂

パナソニック

パイオニア

SAMSUNGグループ(韓)

上位1～１０社

(上位４０社）

６８％

（上位３０社）

６４％

（上位２０社）

５６％売上高

構成比

富士通

現代グループ(韓)

日本無線

ケンウッド

パナソニック電工

三洋電機

スタンレー電気

タカタ

ＴＤＫ

東芝

アルパイン

クラリオン

古野電気

日本ビクター

マミヤ・オーピー

ニコン

住友電気工業

太陽誘電

東芝テック

矢崎計器・部品

アドバンテスト

アルプス電気

ブラザー工業

カシオ計算機

富士ゼロックス

オムロン

シャープ

住友電装

ヤマハ

安川電機

顧客名
(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順)

上位３１～４０社上位２１～３０社上位１１～２０社

※順位、構成比（％）は2010年度上期売上実績に基づく。
※（韓）は韓国の顧客。
※青字は売上高が前年同期比30％以上増加した顧客。
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富士フィルム

日立製作所

三菱電機

パイオニア
SAMSUNGグループ(韓)

（上位５社）
３５％

半 導 体

《売上高上位４０社》 《事業別 売上高上位５社》

カルソニックカンセイ

三菱電機

日本電気

任天堂

パナソニック

（上位５社）
２９％

電 子 部 品

デンソー

富士ゼロックス

日立製作所

日本電気

パナソニック

（上位５社）
６８％

電 子 機 器

デンソー

ファナック

日立製作所

三菱電機

東芝

（上位５社）
３８％

生 産

(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順)



主要仕入先

※構成比（％）は各仕入先商品の2010年度上期売上実績に基づく。

ルネサスエレクトロニクス
３８.８％

カシオ計算機
２.５％

ＮＥＣトーキン
２.８％

その他仕入先
２１.１％

ＮＥＣ液晶
テクノロジー
２.５％

日本電気
７.８％

ＮＸＰ
ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ

５.４％

アルプス
電気
８.１％

エルピーダメモリ
５.６％

コーセル
２.２％

日本航空
電子工業
３.２％
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半導体
（５８％）

電子部品
（２８％）

電子機器
（１１％）

生産

（３％）

【事業別売上構成比】



取り組む主要なテーマの進捗状況

15

●事業規模拡大に伴う販売拠点への前向きな投資の実行

【国内】

・「名古屋第一支店」「津営業所」「神戸支店」「姫路営業所」「岡山営業所」
の規模拡大。

【海外】

・Ryosan Ｔｅｃｈｏｌｏｇｉｅｓ USA にカリフォルニア事務所を新設（2010年7月）。

・中国内の現地法人の規模拡大予定。

・欧州拠点の設置に向け、具体案を協議中。

●商品ラインアップ拡大に伴う、技術サポート力の拡充

・概ね旧ルネサステクノロジ商品の技術サポート力を習得。
１０月から実サポート開始。

・旧ルネサステクノロジ商品に強い外部システムハウスと順次取引開始。

「新生ルネサスエレクトロニクス」への対応

◆「ルネサスエレクトロニクス事業」の迅速なる体制構築と事業拡大
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2010年度
修正予想

サクシス

ｼﾞｬｲﾛﾆｸｽ

セントラクト

50

「海外半導体リソース」の事業拡大

取り組む主要なテーマの進捗状況

海外半導体リソースの売上高推移

●サクシス、ジャイロニクス
⇒ ＮＸＰ、サイプレス事業を中心に成長軌道に乗る。

●セントラクト
⇒ 構造的課題の解決にもう少し時間を要す。
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2010年度
修正予想

50

半導体

その他

電子部品

取り組む主要なテーマの進捗状況

中華圏ローカルビジネスの売上高推移

「中華圏（香港、中国、台湾）・韓国事業」の拡大

●中華圏ローカルビジネス：伸び悩み

⇒ デジタルＡＶが伸び悩むが、車載は立ち上がりつつある。

変化に追従すべく、営業インフラの改革実施予定。


